
特　長
●	低コストのゲート・ドライバ（FETおよびIGBTの駆
動に最適なソリューションを提供）

●	ディスクリート・トランジスタ・ペアによる駆動の
代替として最適（コントローラとのインターフェイ
スが容易）	

●	TTLおよびCMOS互換の入力ロジック・スレッショ
ルド（電源電圧に非依存）

●	分割出力オプションによってオン/オフ電流を調整
可能

●	反転および非反転入力構成
●	TTL互換の固定スレッショルドによるイネーブル
●	高いピーク駆動電流：ソース2.5A、シンク2.5Aま
たは5A（VDD	18V時）	

●	広いVDD範囲：10V～35V	
●	入力およびイネーブル・ピンは最大–5V	DCの負電
圧を許容

●	入力がフローティング時またはVDD	UVLO時は出
力をLowに保持

●	高速伝搬遅延（標準17ns）
●	高速立ち上がり/立ち下がり時間
		（1,800pFの負荷で標準15ns/7ns）	
●	低電圧誤動作防止（UVLO）
●	ハイサイドまたはローサイド・ドライバとして使用
可能（適切なバイアスと信号分離により設計された
場合）
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この資料は、Texas Instruments Incorporated（TI）が英文で記述した資料
を、皆様のご理解の一助として頂くために日本テキサス･インスツルメンツ

（日本TI）が英文から和文へ翻訳して作成したものです。
資料によっては正規英語版資料の更新に対応していないものがあります。
日本TIによる和文資料は、あくまでもTI正規英語版をご理解頂くための補
助的参考資料としてご使用下さい。
製品のご検討およびご採用にあたりましては必ず正規英語版の最新資料を
ご確認下さい。
TIおよび日本TIは、正規英語版にて更新の情報を提供しているにもかかわ
らず、更新以前の情報に基づいて発生した問題や障害等につきましては如
何なる責任も負いません。

SLUSBA7D　翻訳版

最新の英語版資料
http://www.ti.com/lit/gpn/ucc27531

FETおよびIGBTシングル・ゲート・ドライバ、
ピーク・シンク/ソース電流2.5Aおよび5A、

35VMAX VDD

●	低コストで省スペースの5ピンまたは6ピンDBV
（SOT-23）パッケージ・オプション	

●	UCC27536およびUCC27537はTPS2828および
TPS2829とピン・コンパチブル

●	動作温度範囲：–40°C～140°C

アプリケーション
●	スイッチ・モード電源
●	DC/DCコンバータ
●	ソーラー・インバータ、モーター制御、UPS
●	HEVおよびEV用充電器
●	家電製品
●	再生可能エネルギーの電力変換
●	SiC	FETコンバータ

概　要
UCC2753xファミリーのデバイスは、シングル・チャネルの

高速ゲート・ドライバであり、最大2.5Aのソース電流と5Aの
シンク電流（非対称駆動）でMOSFETおよびIGBTパワー・ス
イッチを効果的に駆動できます。非対称駆動の強力なシンク能
力により、寄生成分によるミラー・ターンオン効果に対して耐
性を高めています。UCC2753xデバイスは分割出力構成も実装
でき、ゲート駆動電流はOUTHピンからソース、OUTLピンか
らシンクされます。このピン配置により、ユーザーはOUTHお

www.tij.co.jp
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2

	 静電気放電対策

この集積回路は、ESDによって破損する可能性があります。テ
キサス・インスツルメンツは、集積回路を取り扱う際には常に適切な
注意を払うことを推奨します。正しいESD対策をとらないと、デバ
イスを破損するおそれがあります。

ESDによる破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故
障まで多岐にわたります。精密な集積回路の場合、パラメータがわ
ずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性がある
ため、破損が発生しやすくなっています。

よびOUTLピンに対してそれぞれ独立したオン/オフ抵抗を使
用でき、スイッチングのスルー・レートを簡単に制御できます。

また、レール・ツー・レールの駆動能力と、標準17nsの非常に
小さな伝搬遅延を特長としています。

UCC2753xDBVの入力スレッショルドは、TTLおよびCMOS
互換の低電圧ロジックに基づき、VDD電源電圧に依存しない固
定値となっています。標準1Vのヒステリシスにより、優れたノ
イズ耐性が得られます。 

このドライバには、TTL互換の固定スレッショルドを持つ
ENピンが搭載されています。ENは内部でプルアップされてい
るため、ENをLowにするとドライバがディスエーブルになり、
オープンにすると通常動作が可能になります。ENピンは、IN、
IN+、IN1、IN2ピンと同じ性能を持つ追加の入力としても使用
できます。

ドライバの入力ピンをオープンにすると、出力がLowに保持
されます。ドライバのロジック動作は、アプリケーション図、
タイミング図、および入出力真理値表に示されています。

VDDピンの内部回路には、低電圧誤動作防止機能が搭載さ
れ、VDD電源電圧が動作範囲内になるまで出力がLowに保持さ
れます。

(1)

動作温度範囲
TA

ピーク電流
（ソースおよびシンク）

入力スレッショルド・
ロジック型番 パッケージ(2)

UCC27531DBV 6ピンSOT-23
5ピンSOT-23
5ピンSOT-23
5ピンSOT-23
6ピンSOT-23

2.5A/5A
2.5A/5A
2.5A/2.5A
2.5A/5A
2.5A/5A

UCC27533DBV TTL/CMOS互換
（低電圧、VDDバイアス

電圧に非依存）
UCC27536DBV –40°C～ +140°C
UCC27537DBV
UCC27538DBV

（1）DBVパッケージはPd-Ni-AuのPbフリー・リード仕上げであり、255°C～260°Cのピーク・リフロー温度でMSLレベル1に準拠し、鉛フリーまたは
 Sn/Pb半田付けのいずれにも対応できます。 
（2）最新のパッケージ情報については、TIのWebサイトをご覧ください。 

標準アプリケーション図

製品情報
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UCC2753xドライバは、5ピンまたは6ピンの標準SOT-23（DBV）
パッケージで供給されます。デバイスは、–40°C～140°Cの幅
広い温度範囲で動作します。
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